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Pulse에 의해 형성된 Ni-strike layer가 Al 60계열의 si, mg diffusion 방지에 미치는 영향
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¹(주)나인테크, ²한국산업기술시험원, ³(주)MSC

기존 Plasma 공정 부품의 내부식성 확보 방안으로 알루미늄소재 상에 양극산화반응을 통한 산화막 

형성으로 내부식성 및 내마모성을 확보하였으나, Al 소재의 불균일한 Anidizing layer 형성과 Sealing 

공정의 불량 등으로 내식성의 한계가 발생하였으며, 반응성 gas 및 Plasma에 의한 금속 부품의 표면 

손상으로 Peeling 및 Pin-hole등에 의한 Arcking 및 내부 오염 물질에 의한 문제점이 발생되고 있다. 

따라서 본 연구에서는 Al 60××계열상의 소재에 Zincate 처리 이후 밀착성 확보 및 Al 소재 상의 Si, 

Mg 등의 Diffusion에 의한 내부 Crack 제거를 위하여 pulse plating을 이용한 Ni Strike 형성 및 고내

부식성 소재인 Ni-W-P plating 연구를 수행하였다. Ni Pulse Strkie layer 형성 시 Solution에 따른 특

성 및 Pulse 조건 별 Ni Strike layer 특성과 Ni Pulse layer에 따른 Electroless Ni-W-P layer 형성, 내

식 특성에 대해 논의 하였다.
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